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2014

年度

报 告 摘 要

一 重要提示

1.1

本年度报告摘要来自年度报告全文

,

投资者欲了解详细内容

,

应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站

等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2

公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

Ａ

股 上海证券交易所 士兰微

６００４６０

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 陈越 马良

电话

０５７１－８８２１０８８０ ０５７１－８８２１２９８０

传真

０５７１－８８２１０７６３ ０５７１－８８２１０７６３

电子信箱

６００４６０＠ｓｉｌａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ｍｌ＠ｓｉｌａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

二 主要财务数据和股东情况

2.1

公司主要财务数据

单位

:

元 币种

:

人民币

２０１４

年末

２０１３

年末

本期末比上年同期

末增减（

％

）

２０１２

年末

总资产

４

，

０１８

，

１５６

，

１１９．２０ ４

，

１３３

，

８６６

，

５７６．８２ －２．８０ ３

，

３５０

，

４０８

，

１４６．５２

归属于上市公司股东的净资产

２

，

３９８

，

７２４

，

４３２．１９ ２

，

２５７

，

４６０

，

９８７．３４ ６．２６ １

，

６９６

，

８９２

，

０３１．２７

２０１４

年

２０１３

年

本期比上年同期增

减（

％

）

２０１２

年

经营活动产生的现金流量净额

２６７

，

１８９

，

５１０．４６ ２０２

，

９３４

，

７４２．２７ ３１．６６ １６８

，

１５９

，

８４８．７４

营业收入

１

，

８７０

，

０２９

，

２９９．８１ １

，

６３７

，

９３４

，

２７４．１７ １４．１７ １

，

３４９

，

０２４

，

２０２．５０

归属于上市公司股东的净利润

１６４

，

３４４

，

１７３．７６ １１５

，

２６７

，

６６５．６２ ４２．５８ １８

，

２７３

，

００６．５８

归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润

９４

，

２０３

，

３１７．８６ ３５

，

３９４

，

６３６．２７ １６６．１５ －４７

，

４６９

，

９３１．６７

加权平均净资产收益率（

％

）

７．０６ ６．０５

增加

１．０１

个百分点

１．０８

基本每股收益（元

／

股）

０．１３ ０．１０ ３０．００ ０．０１５

稀释每股收益（元

／

股）

０．１３ ０．１０ ３０．００ ０．０１５

2.2

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东

(

或无限售条件股东

)

持股情况表

单位

:

股

截止报告期末股东总数（户）

６２

，

５１９

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）

５２

，

７６６

前

１０

名股东持股情况

股东名称 股东性质

持股比例

（

％

）

持股

数量

持有有限售

条件的股份

数量

质押或冻结的股份数量

杭州士兰控股有限公司

境内非国有

法人

４２．７２ ５３２

，

８４１

，

５９０ ０

质押

５２

，

１５０

，

０００

中国银行股份有限公司

－

长盛

电子信息产业股票型证券投资

基金

未知

１．３８ １７

，

１８１

，

９５０ ０

未知

陈向东 境内自然人

１．２８ １６

，

００５

，

０９６ ０

无

范伟宏 境内自然人

１．１０ １３

，

７２３

，

８６６ ０

无

郑少波 境内自然人

０．９０ １１

，

１６４

，

５５３ ０

无

江忠永 境内自然人

０．８７ １０

，

７９０

，

０００ ０

无

全国社保基金四一八组合 未知

０．８０ １０

，

０００

，

０００ ０

未知

中国人寿保险（集团）公司

－

传

统

－

普通保险产品

未知

０．７３ ９

，

１３５

，

３４６ ０

未知

全国社保基金一一零组合 未知

０．６４ ８

，

０３０

，

９２０ ０

未知

罗华兵 境内自然人

０．５６ ６

，

９３５

，

６４６ ０

无

上述股东关联关系或一致行动的说明

截至报告期末， 在册持有本公司股份前十名无限售条件股东中的陈向

东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵等五人为本公司第一大股东杭州士

兰控股有限公司股东。其他持有无限售条件股东未知是否存在关联关

系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

2.3

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

本报告其公司无优先股事项。

2.4

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三、 管理层讨论与分析

(

一

)

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014

年

,

公司各项主营业务继续保持稳定向好的趋势

,

经营业绩得到进一步提升。

2014

年

,

公司营业总收入为

187,003

万元

,

较

2013

年增长

14.17%;

公司营业利润为

11,647

万元

,

比

2013

年增加

82.89%;

公司利润总额为

18,502

万元

,

比

2013

年增加

48.83%;

公司归属于母公司股东的净利润为

16,434

万元

,

比

2013

年增加

42.58%

。

2014

年

,

公司集成电路的营业收入较去年同期增长

15.15%

。公司集成电路业务重新回到上升通道

,

是公司长期来坚

持

IDM(

设计制造一体化

)

模式

,

坚持差异化、品牌化发展战略的结果。

2014

年

,

公司集成电路营业收入的增长的主要来自

LED

照明驱动电路出货量的快速增长。

2014

年

,

公司已经开发出三轴加速度传感器、三轴地磁传感器等

MEMS

产品

,

并开

始批量生产

,

陀螺等其它

MEMS

传感器产品已在进行工程样片的测试。

2014

年

,

公司还开发出符合“能源之星

6

级能效标

准”的

AC-DC

驱动电路

,

高清安防监控芯片等新产品。

2014

年

,

公司在

IPM(

智能功率模块

)

、

IGBT

等功率产品的推广上继

续取得进展。今后

,

随着新产品的陆续上量

,

公司集成电路的销售额将继续保持增长。

2014

年

,

公司分立器件芯片营业收入较去年同期减少

9.70%

、功率器件成品的营业收入较去年同期增长

18.31%

。分

立器件芯片营业收入较去年同期下降的主要原因是

:

部分器件芯片产品的市场竞争加剧

,

导致价格下降

,

丢失部分市

场。未来随着

IGBT

等新产品的上量

,

公司功率器件成品的营业收入将进一步提高。

2014

年

,

公司子公司士兰集成公司在成本控制、质量提升、交期改善、安全生产等方面进一步取得进展

,

芯片总产

量达到

180

万片

,

比去年同期增加

11.40%;

公司子公司成都士兰公司的硅外延车间已投入试生产

,

实现自产外延片收

入

4,952

万元

,

这对于推进“成都士兰一期工程项目”创造了有利条件。

2014

年下半年

,

公司已在成都开展功率模块和功

率器件成品的封装业务

,

并在

2014

年年底实现了工程试验批的产出。

2014

年

,

公司

LED

芯片和成品的营业收入分别较去年同期增长

44.73%

和

113.46%,LED

芯片和成品的毛利率分别较

去年同期上升

20.76

个百分点和

10.02

个百分点

,

公司子公司士兰明芯公司和美卡乐公司均已实现扭亏为盈。

2014

年

,

士

兰明芯已经成功开发出

LED

照明用高压芯片

,

并已经推向市场。

2014

年

,

随着产能的释放

,

美卡乐公司在高端彩屏像素

器件市场的竞争优势得到巩固

,

品牌形象进一步提升。截至

2014

年年底

,

士兰明芯公司新建的

LED

生产厂房已结顶

,2015

年上半年将完成净化装修

,

并进一步扩充

LED

芯片产能。

2014

年

,

公司通过强化资金管理

,

在进一步拓宽融资渠道的同时

,

有效减少了财务费用。

2014

年

,

公司向投资者偿付

了

4.84

亿元公司债券本金

,

进一步降低了公司资产负债率。

2014

年

,

公司及子公司共获得专利授权

128

项

,

集成电路布图设计授权

?11

项。截至

2014

年年底

,

公司及子公司已累

计获得各种权利证书

?511

项。

2014

年

,

在举世瞩目的

APEC

之夜

,

鸟巢

LED

灯幕

(

宽度

232

米

,

上下高度为

55

米

)

采用了士兰微电子创新的

LED

屏控制

/

驱动电路和方案

,

这是公司长期来坚持技术创新的又一有力展现。今后

,

公司将继续坚持走设计与制造一体的模式

,

在

半导体功率器件、

MEMS

传感器、

LED

等多个技术领域持续进行生产资源、研发资源的投入

;

利用公司在多个芯片设计

领域的积累

,

提供针对性的芯片产品和系统应用解决方案

;

不断提升产品质量和口碑

,

提升产品附加值。

(

二

)

主营业务分析

1

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位

:

元 币种

:

人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（

％

）

营业收入

１

，

８７０

，

０２９

，

２９９．８１ １

，

６３７

，

９３４

，

２７４．１７ １４．１７

营业成本

１

，

３１９

，

１９２

，

５７９．０６ １

，

２１１

，

７３８

，

２３２．１６ ８．８７

销售费用

４８

，

５２５

，

５００．３５ ４０

，

８５９

，

２８０．６５ １８．７６

管理费用

３５８

，

５４４

，

２１７．４９ ２９６

，

９５２

，

３３７．３９ ２０．７４

财务费用

４２

，

３３８

，

００２．４１ ６４

，

０８５

，

２６５．１５ －３３．９３

经营活动产生的现金流量净额

２６７

，

１８９

，

５１０．４６ ２０２

，

９３４

，

７４２．２７ ３１．６６

投资活动产生的现金流量净额

－７１

，

８７８

，

１２８．８３ －３４１

，

０１２

，

２５１．２５

不适用

筹资活动产生的现金流量净额

－３７９

，

３６５

，

８１１．７２ ３６６

，

３９８

，

７１４．９１

不适用

研发支出

１９７

，

３６４

，

５６２．４５ １６３

，

４５２

，

５０８．３２ ２０．７５

2

收入

(1)

驱动业务收入变化的因素分析

2014

年

,

公司营业收入较

2013

年上升了

14.17%,

公司营业收入增加的主要原因是

:

随着公司新产品上量进度加快

,

公

司集成电路、功率器件成品、发光二极管芯片、发光二极管成品的营业收入均较去年同期有所增加

,

其中

LED

照明驱动

电路、发光二极管芯片和发光二极管成品的营业收入增长较快。

(2)

以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014

年

,

公司子公司士兰集成生产集成电路和分立器件芯片

180

万片

,

比

2013

年增加

11.40%;

公司子公司士兰明芯

生产发光二极管芯片

30,582 KK(

百万颗

),

比

2013

年增加

83.50%

。

(3)

主要销售客户的情况

公司向前

5

名客户销售合计为

39,079.20

万元

,

占公司营业收入的

20.90%

。

公司的前五名客户分别是

:

杭州友旺电子有限公司

,EXAR CORPORATION,Cheng Du Advanced Power

Semiconductor CO.,LTD,

深圳市淇诺实业有限公司

,KEC Corporation

。

3

成本

(1)

成本分析表

单位

:

元

分行业情况

分行业

成本

构成

项目

本期金额

本期占总

成本比例

（

％

）

上年同期金额

上年同

期占总

成本比

例（

％

）

本期金额

较上年同

期变动比

例（

％

）

情况

说明

电子元器件

１

，

３１４

，

９４６

，

３３１．９７ １００ １

，

２０９

，

７５１

，

３８０．８３ １００ ８．７０

分产品情况

分产品

成本

构成

项目

本期金额

本期占总

成本比例

（

％

）

上年同期金额

上年同

期占总

成本比

例（

％

）

本期金额

较上年同

期变动比

例（

％

）

情况

说明

集成电路

４４３

，

７５８

，

１６９．４４ ３３．７５ ４０４

，

８８５

，

６１４．１１ ３３．４７ ９．６０

器件成品

２５１

，

７２３

，

１４６．９８ １９．１４ ２０１

，

４１４

，

３６０．８６ １６．６５ ２４．９８

器件芯片

３３４

，

２９４

，

１４２．３２ ２５．４２ ３８３

，

４５３

，

４５６．４０ ３１．７０ －１２．８２

发光二极管芯片

１９３

，

１０９

，

１９９．５６ １４．６９ １６９

，

７４９

，

２２２．４０ １４．０３ １３．７６

发光二极管成品

９１

，

４３８

，

７６０．２９ ６．９５ ４９

，

３７４

，

０２５．６８ ４．０８ ８５．２０

其他

６２２

，

９１３．３９ ０．０５ ８７４

，

７０１．３８ ０．０７ －２８．７９

关于成本项的说明

:

1)

集成电路和分立器件芯片制造成本构成

项目

２０１４

年

２０１３

年

主材

３１．８９％ ３０．０４％

辅材

２０．５９％ ２１．１７％

人工

１８．５９％ １８．０２％

制造费用

２８．９３％ ３０．７７％

合计

１００．００％ １００．００％

2)

发光二极管管芯片制造成本构成

项目

２０１４

年

２０１３

年

主材

１４．２７％ １２．１８％

辅材

２６．４７％ ２４．５６％

人工

１１．０５％ １０．７４％

制造费用

４８．２１％ ５２．５１％

合计

１００．００％ １００．００％

(2)

主要供应商情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为

27,751.23

万元

,

占报告期采购总额的

24.45%

。

公司的前五名供应商分别是天水华天科技股份有限公司

,

河北普兴电子科技股份有限公司

,

上海合晶硅材料有限

公司

,

南通富士通微电子股份有限公司

,

浙江金瑞泓科技股份有限公司。

4

费用

单位

:

元

利润表项目

２０１４

年

２０１３

年

变动幅度

（

％

）

变动原因

财务费用

４２

，

３３８

，

００２．４１ ６４

，

０８５

，

２６５．１５ －３３．９３

主要系本期已偿付部分债券本金相应计

提的利息支出减少所致。

公允价值变动收益

－６

，

１０６

，

３３８．２４ ２

，

４６１

，

６１６．４６ －３４８．０６

主要系士兰集成因黄金租赁形成的交易

性金融负债的公允价值变动所致。

投资收益

５２

，

０３１

，

７０４．７０ ７２

，

９４８

，

３９７．７２ －２８．６７

主要系本期没有处置可供出售金融资产

取得的投资收益。

营业外支出

４

，

６００

，

５５２．９２ ６

，

８６６

，

６６８．４５ －３３．００

主要系本期减少资产处理损失所致。

所得税费用

１７

，

９５５

，

６０８．９８ ６

，

２０２

，

５５３．５０ １８９．４９

主要系本期营业利润增加所致。

5

研发支出

(1)

研发支出情况表

单位

:

元

本期费用化研发支出

１９７

，

３６４

，

５６２．４５

本期资本化研发支出

研发支出合计

１９７

，

３６４

，

５６２．４５

研发支出总额占净资产比例（

％

）

８．１７

研发支出总额占营业收入比例（

％

）

１０．５５

(2)

情况说明

作为国内半导体领域中以

IDM(

设计与制造一体化

)

为主要模式的公司

,

研发支出主要分为设计研发和制造工艺研

发。公司的目标是成为国内领先的自有品牌的半导体产品供应商。围绕这个长期的目标

,

报告期内

,

研发项目仍主要围

绕电源管理产品平台、功率半导体器件与模块技术、数字音视频技术、射频

/

模拟技术

,MCU/DSP

产品平台、

MEMS

传感

器产品与工艺技术平台、发光二极管制造及封装技术平台等几大方面进行。通过这些研发活动

,

公司不断丰富现有的

产品群

,

譬如推出

IGBT

等功率器件和功率模块产品

,

推出

LED

电源电路、数字音视频电路、

MCU

电路、

MEMS

传感器等产

品

,

推出高品质的

LED

芯片和成品。

6

现金流

单位

:

元

现金流量表

项目

２０１４

年

２０１３

年

变动幅

度（

％

）

变动原因

经营活动产生的现金流

量净额

２６７

，

１８９

，

５１０．４６ ２０２

，

９３４

，

７４２．２７ ３１．６６

主要系本期销售商品、 提供劳务收到

的现金及收到的税费返还增加所致。

投资活动产生的现金流

量净额

－７１

，

８７８

，

１２８．８３ －３４１

，

０１２

，

２５１．２５ －７８．９２

主要系本期因理财产品到期收回的现

金增加所致。

筹资活动产生的现金流

量净额

－３７９

，

３６５

，

８１１．７２ ３６６

，

３９８

，

７１４．９１

不适用

主要系本期偿付公司债券本金

４．８４

亿

元。

(

三

)

行业、产品或地区经营情况分析

1

、 主营业务分行业、分产品情况

单位

:

元 币种

:

人民币

主营业务分行业情况

分行业 营业收入 营业成本

毛利率

（

％

）

营业收入比

上年增减

（

％

）

营业成本

比上年增

减（

％

）

毛利率比上年增减

（

％

）

电子元器件

１

，

８５９

，

６９２

，

５５３．５４ １

，

３１４

，

９４６

，

３３１．９７ ２９．２９ １４．４３ ８．７０

增加

３．７３

个百分点

主营业务分产品情况

分产品 营业收入 营业成本

毛利率

（

％

）

营业收入比

上年增减

（

％

）

营业成本

比上年增

减（

％

）

毛利率比上年增减

（

％

）

集成电路

６７７

，

９１７

，

７８３．７７ ４４３

，

７５８

，

１６９．４４ ３４．５４ １５．１５ ９．６０

增加

３．３２

个百分点

器件成品

３０８

，

１２７

，

７００．１４ ２５１

，

７２３

，

１４６．９８ １８．３１ １７．２５ ２４．９８

减少

５．０５

个百分点

器件芯片

４７９

，

１３７

，

６４３．５０ ３３４

，

２９４

，

１４２．３２ ３０．２３ －９．７０ －１２．８２

增加

２．５０

个百分点

发光二极管芯片

２５３

，

２４１

，

６０８．９８ １９３

，

１０９

，

１９９．５６ ２３．７５ ４４．７３ １３．７６

增加

２０．７６

个百分点

发光二极管成品

１３９

，

３２４

，

８９８．７１ ９１

，

４３８

，

７６０．２９ ３４．３７ １１３．４６ ８５．２０

增加

１０．０２

个百分点

其他

１

，

９４２

，

９１８．４４ ６２２

，

９１３．３９ ６７．９４ －３０．９９ －２８．７９

减少

０．９９

个百分点

2

、 主营业务分地区情况

单位

:

元 币种

:

人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（

％

）

浙江

１

，

８５９

，

６９２

，

５５３．５４ １４．４３

(

四

)

资产、负债情况分析

1

资产负债情况分析表

单位

:

元

项目名称 本期期末数

本期期末数占

总资产的比例

（

％

）

上期期末数

上期期末数占

总资产的比例

（

％

）

本期期末金额

较上期期末变

动比例（

％

）

货币资金

４８７

，

３２８

，

５０５．８７ １２．１３ ７３９

，

４２４

，

９８８．８９ １７．８９ －３４．０９

存货

６６４

，

６７１

，

９２７．９２ １６．５４ ５１４

，

６２５

，

２０３．８３ １２．４５ ２９．１６

其他流动资产

３２６

，

４２９

，

２６８．８０ ８．１２ ４５０

，

０１６

，

０３５．２９ １０．８９ －２７．４６

长期待摊费用

１１

，

５２４

，

０８２．５９ ０．２９ １６

，

７４０

，

３０９．３７ ０．４０ －３１．１６

其他非流动资产

３

，

５８５

，

８１５．４８ ０．０９ １４

，

２９０

，

１６８．６６ ０．３５ －７４．９１

短期借款

５２５

，

０００

，

０００．００ １３．０７ ４０５

，

５１６

，

６３７．００ ９．８１ ２９．４６

应付账款

２９８

，

６６７

，

７６１．９９ ７．４３ ２３７

，

７３５

，

９９０．７１ ５．７５ ２５．６３

应付利息

９

，

７１９

，

０５７．５４ ０．２４ １９

，

４３２

，

６８２．８１ ０．４７ －４９．９９

一年内到期的非流

动负债

１７

，

９７７

，

７４５．４３ ０．４５ ４８

，

９９４

，

６８５．４０ １．１９ －６３．３１

应付债券

１１４

，

８６９

，

６７８．９５ ２．８６ ５９８

，

３２６

，

７３４．４８ １４．４７ －８０．８０

长期应付款

１８

，

５０２

，

７６４．１２ ０．４６ ３２

，

１１３

，

０８３．５２ ０．７８ －４２．３８

递延收益

２２７

，

４５０

，

１０３．２０ ５．６６ １６９

，

７６５

，

６２６．２９ ４．１１ ３３．９８

递延所得税负债

１０２

，

２３８．４１ ０．００ ６６７

，

９８７．７５ ０．０２ －８４．６９

股本

１

，

２４７

，

１６８

，

０００．００ ３１．０４ ９５９

，

３６０

，

０００．００ ２３．２１ ３０．００

资本公积

１７０

，

９２０

，

０４５．７２ ４．２５ ４５８

，

７２８

，

０４５．７２ １１．１０ －６２．７４

其他综合收益

１４

，

１１２

，

２１３．９３ ０．３５ ３７

，

１９２

，

９４２．８４ ０．９０ －６２．０６

情况说明

:

货币资金项目期末数较期初数减少

34.09%(

绝对数减少

25,209.65

万元

),

主要系偿还到期债券所致。

存货项目期末数较期初数增加

29.16%(

绝对数增加

15,004.67

万元

),

主要系随着公司芯片技改项目、产能提升项目、

LED

芯片生产线扩产项目等逐步投产

,

公司加大了生产投入和产成品储备所致。

其他流动资产期末数较期初数减少

27.46%(

绝对数减少

12,358.68

万元

),

主要系上年度购买的理财产品到期收回所

致。

长期待摊费用项目期末数较期初数减少

31.16%(

绝对数减少

521.62

万元

),

主要系费用摊销所致。

其他非流动资产项目期末数较期初数减少

74.91%(

绝对数减少

1,070.44

万

),

主要系融资租赁未实现售后租回损益

摊销所致。

短期借款项目期末数较期初数增加

29.46%(

绝对数增加

11,948.34

万元

),

主要系本期产销规模扩大适度增加短期借

款所致。

应付账款项目期末数较期初数增加

25.63%(

绝对数增加

6,093.18

万元

),

主要系公司本期产销售规模扩大

,

相应采购

增加所致。

应付利息项目期末数较期初数减少

49.99%(

绝对额减少

971.36

万元

),

主要系上年末计提的债券利息本期已支付所

致。

一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数减少

63.31%(

绝对额减少

3,101.69

万元

),

主要系士兰集成公司售后

租回融资租赁业务将于一年内支付的租赁款减少所致。

应付债券项目期末数较期初数减少

80.80%(

绝对额减少

48,345.71

万元

),

主要系本期已偿付部分债券本金所致。

长期应付款项目期末数较期初数减少

42.38%(

绝对额减少

1,361.03

万元

),

主要系士兰集成公司本期支付售后租回

融资租赁

,

以及将未来一年需支付的租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。

递延收益项目期末数较期初数增加

33.98%(

绝对额增加

5,768.45

万元

),

主要系本期收到与资产相关的政府补助增

加所致。

递延所得税负债项目期末数较期初数减少

84.69%(

绝对额减少

56.57

万元

),

主要系本期应纳税暂时性差异减少所

致。

股本项目期末数较期初数增加

30%(

绝对额增加

28,780.80

万元

),

主要系本期资本公积转增股本所致。

资本公积项目期末数较期初数减少

62.74%(

绝对额减少

28,780.80

万元

),

主要系本期资本公积转增股本所致。

其他综合收益项目期末数较期初数减少

62.06%(

绝对额减少

2,308.07

万元

),

主要系联营企业友旺电子公司出售可

供出售的金融资产所致。

2

公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

项 目 期初数

本期公允价值变

动损益

计入权益的累计

公允价值变动

本期计提的减

值

期末数

金融资产

１．

以公允价值计量且

其变动计入当期损益

的金融资产

１

，

１９４

，

２２５．００ －５１２

，

６３５．６０ ６８１

，

５８９．４０

２．

可供出售金融资产

金融资产小计

１

，

１９４

，

２２５．００ －５１２

，

６３５．６０ ６８１

，

５８９．４０

金融负债

１４４

，

１４０

，

９７３．２９ －５

，

５９３

，

７０２．６４ １５２

，

６７７

，

３７５．９３

(

五

)

核心竞争力分析

1

、较为成熟的

IDM

模式

公司从集成电路芯片设计业务开始

,

逐步搭建了芯片制造平台

,

并已将技术和产品链延伸至功率器件、功率模块

和

MEMS

传感器核心技术的的封装领域

,

建立了较为成熟的

IDM(

设计与制造一体

)

经营模式。

IDM

模式可有效进行产业

链内部整合

,

公司设计研发和工艺制造平台同时发展

,

形成了特殊工艺技术与产品研发的紧密互动

,

以及器件、集成电

路和模块产品的协同发展。公司依托

IDM

模式形成的设计与工艺相结合的综合实力

,

提升产品品质、加强控制成本

,

向

客户提供差异化的产品与服务

,

提高了其向大型厂商配套体系渗透的能力。

2

、产品群协同效应

公司从

IC

设计企业完成了向综合性的半导体产品供应商的转变

,

在半导体大框架下

,

形成了功率器件、功率模块、

集成电路、

MEMS

传感器、

LED

业务的协同发展

,

各业务之间相互补充、促进、借鉴。公司在产品销售时

,

可根据客户需求

,

给出满足客户需求的产品、组合和方案。比如进入

LED

业务之后

,

公司在集成电路业务中积累的技术、人才资源和管理

经验

,

成为

LED

业务发展的后盾

;

再比如公司结合

LED

芯片和集成电路这两个领域较为深入的技术理解和积累

,

经过持

续的研发

,

近期推出了创新的、高性能指标的大型

LED

彩屏驱动系统和电路

,

得到了高端彩屏厂家的认可。

3

、较为完善的技术研发体系

公司已经建立了可持续发展的产品和技术研发体系。

LED

电源驱动电路、各类

AC-DC

电源电路、高性能指标的大

型

LED

彩屏驱动系统和电路、

MEMS

传感器产品、以

IGBT

为代表的功率半导体产品、高压集成电路和智能功率模块产

品、 美卡乐高可靠性指标的

LED

彩屏像素管等新技术产品都是公司近几年在这个技术研发体系中依靠自身的高强度

投入和积累完成的。

公司的研发工作主要可分为两个部分

:

芯片设计研发与工艺技术研发。在芯片设计研发方面

,

公司以

IPD(

集成产品

开发管理体系

)

为引导

,

依照产品的技术特征

,

将技术研发工作根据各产品线进行划分。目前主要分为电源与功率驱动

产品线、

MCU

产品线、数字音视频产品线、物联网产品线、射频与混合信号产品线、分立器件产品线等。公司持续推动

新产品开发和产业化

,

根据市场变化不断进行产品升级和业务转型

,

保持了持续发展能力。

在工艺技术平台研发方面

,

公司依托于士兰集成业已稳定运行的芯片生产线

,

建立了新产品和新工艺技术研发团

队

,

陆续完成了国内领先的高压

BCD

工艺平台、槽栅

IGBT

工艺平台、超薄片工艺平台、

MEMS

传感器工艺平台等

,

形成了

有特色的特殊工艺制造平台。这一方面保证了公司产品种类的多样性

,

另一方面也支撑了公司电源管理电路、功率模

块、功率器件、

MEMS

器件和传感器等各系列产品的研发。

在

LED

芯片技术和封装技术领域

,

公司也建立了完整的研发团队和技术开发体系

,

投入了大量的技术研发力量

,

攻

克了

LED

芯片的

ESD

防护、图形化衬底、金属淀积质量、

MOCVD

外延参数均匀性、美卡乐

LED

封装品的可靠性、产品参

数一致性等一系列技术关口

,

在提升产品品质的同时

,

有效地降低了生产成本。

4

、面向全球品牌客户的品质控制

公司建立了完整的质量保障体系

,

依托产品研发和工艺技术的综合实力提升和保证产品品质。目前公司已经获得

了

ISO/TS16949

质量管理体系、

ISO9001

质量管理体系、

ISO14001

环境管理体系认证、索尼

GP

认证、欧盟

ROSH

认证、

ECO

认证等诸多国际认证

,

产品已经得到了欧司朗、三星、

LG

、索尼、达科、巴可等全球品牌客户的认可。公司设计研发、芯片

制造、测试系统的综合实力

,

保证了产品品质的优良和稳定

,

是公司参与市场竞争、开发高端市场、开发高品质大客户

的保障。

4

、 优秀的人才队伍

公司已拥有一支超过

350

人的集成电路芯片设计研发队伍、超过

500

人的芯片工艺、封装技术、测试技术研发队伍。

公司还建立了较为有效的技术研发管理和激励制度

,

保证人才队伍的稳定

,

为公司在竞争激烈的半导体行业中保持持

续的技术研发能力和技术优势奠定了基础。

(

六

)

公司发展战略

公司发展目标和战略

:

成为国内领先的、有自主品牌的半导体产品供应商

;

走设计与制造一体的模式

,

在半导体功

率器件、

MEMS

传感器、

LED

等多个技术领域持续进行生产资源、研发资源的投入

;

利用公司在多个芯片设计领域的积

累

,

提供针对性的芯片产品和系统应用解决方案

;

不断提升产品质量和口碑

,

提升产品附加值。

具体描述如下

:

●

利用在控制芯片和功率器件的技术和成本上的优势

,

在

LED

照明驱动领域全力拓展

,

抓住该市场快速放大的时

机

,

积极拓展高端品牌客户

,

提高市场占有率。同时将加快智能照明系统的芯片和应用方案开发。

●

在高压

BCD

工艺、高压半导体功率器件和模块的技术研发上加大投入

,

拓展和丰富以

IGBT

为代表的功率器件产

品和智能功率模块产品

,

拓展这些产品在新能源、高效电机驱动、工业控制等领域的应用。

●

持续推进士兰“美卡乐”高端

LED

成品品牌的建设

,

积极拓展海内外高端客户

,

扩充产能

,

拓展新的高端应用市

场。

●

加快推进

MEMS

传感器的市场开拓步伐

,

在三轴加速度传感器、三轴磁传感器推向市场之后

,

将陆续推出三轴陀

螺仪和空气压力传感器等

MEMS

传感器产品

,

追上移动智能终端、穿戴式设备和物联网等产品的发展步伐。

●

整合公司各产品线的技术优势

(

功率驱动、无线射频、

MCU/DSP

控制

),

在智能照明、变频电机控制、大型彩屏控制

系统等领域推出完整应用方案和配套电路。

●

继续在数字音视频

(

含安防监控

)

领域投入

,

巩固并拓展应用市场。

●

持续在

LED

芯片领域投入

,

在

LED

彩屏芯片已取得较好优势的产业基础上

,

加快发展照明

LED

芯片业务。

●

继续全力推动特殊工艺研发、制造平台的发展

,

规划建设一条

8

英吋集成电路芯片生产线

,

在特殊工艺领域坚持

走

IDM(

设计与制造一体

)

的模式。继续推进成都半导体生产基地的建设

,

逐步实现投产。

(

七

)

经营计划

1.

公司的产品线规划

2015

年公司产品线将按七个方面进行规划、管理和运行

:

电源和功率驱动产品线、数字音视频产品线、物联网产品

线、

MCU

产品线、混合信号与射频产品线、分立器件产品线、

LED

器件产品线等。

2.

对

2015

年营业总收入的预计

2014

年

,

公司实现营业总收入

18.70

亿元

,

完成收入计划的

93.50%

。预计

2015

年实现营业总收入

22.5

亿元左右

(

比

2014

年增长

20%

左右

),

营业总成本将控制在

20.5

亿元左右。

上述预计不构成对本公司的盈利预测

,

其实现具有不确定性

,

提请投资者注意投资风险。

(

八

)

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1.2015

年公司资本支出计划

(1)

成都士兰一期工程项目

:

该项目总投资为

99,995

万元

,

截至

2014

年年底

,

已完成项目进度的

50%

。

2015

年

,

公司将

继续稳步推进该项目建设

,

以进一步提升效益。该项目资金来源为募集资金和企业自筹。

(2)

士兰集成产能提升项目

:

该项目总投资为

15,000

万元

,

截至

2014

年年底

,

已完成项目进度的

45%

。

2015

年将完成

剩余部分投资

,

以进一步挖掘芯片生产线产能、提升效益。该项目资金来源为企业自筹。

(3)

士兰明芯

LED

生产厂房扩建项目

:

该项目总投资为

7,500

万元

,

截至

2014

年年底

,

士兰明芯已完成该项目投资

2,

312.17

万元

,

项目进度

30%

。

2015

年将完成剩余部分投资。该项目资金来源为企业自筹。

(4)

士兰明芯

11-14

万片中后道扩产项目

:

该项目总投资为

8,000

万元

,

截至

2014

年年底

,

士兰明芯已完成该项目投

资

602.00

万元

,

项目进度

10%

。

2015

年将完成剩余部分投资

,

以进一步提升

LED

芯片生产线产能、提升效益。该项目资金

来源为企业自筹。

2.2015

年公司研发支出计划

2014

年

,

公司研发支出总计约为

1.97

亿元

,

约占年度计划的

115.88%

。预计

2015

年公司研发支出为

2.25

亿元。

3.2015

年公司借贷计划

2014

年

,

公司已向债券投资人偿付公司债券本金

4.84

亿元

,

为此

,

公司已适度增加银行借贷规模。

2015

年

,

公司将进

一步拓宽融资渠道

,

根据

2015

年生产经营计划和投资计划适度增加借贷规模

;

同时

,

将通过进一步改善经营活动

,

降低

对流动资金的占用

,

控制资产负债率。

(

九

)

可能面对的风险

1.

宏观风险及其对策

半导体行业受宏观经济形势波动影响较大

,

前些年发生的全球性金融危机、欧债危机等都对半导体行业产生了较

大影响。目前全球经济增长出现了明显的分化。一方面

,

美国经济形势呈现加速向好的迹象

,

美联储已停止实施量化宽

松政策

,

并有可能在

2015

年二、三季度开始加息。另一方面

,

欧元区国家、日本等发达经济体的经济增长出现停滞或技术

性衰退

,

欧洲央行和日本央行均加大了量化宽松政策的力度

;

同时

,

经济发达国家实施的超宽松货币政策所带来的货币

溢出效应也对新兴国家形成了冲击

,

由于自身及外部因素

,

金砖国家为代表的新兴经济体的经济增速已明显放缓。

2015

年

,

随着美联储加息脚步的日益临近

,

我们要特别关注美元大幅升值可能对全球金融市场带来的冲击。对于宏观

风险

,

公司将加快资源整合和技术创新、进一步提高资产营运的效率

;

将进一步拓宽融资渠道、把握好资本运用的节奏

,

降低债务杠杆。

2.

行业周期风险及其对策

半导体行业存在明显的行业周期。近年来

,

随着技术发展和应用领域更新加速

,

行业周期呈现缩短趋势。对于行业

周期风险

,

公司将抓住国家大力支持国内集成电路产业发展的有利时机

,

坚持并完善

IDM

发展模式

,

通过加大对产品、

技术研发的投入、加强市场推广和品牌建设

,

把握好固定资产投资节奏

,

从而实现可持续发展。

3.

新产品开发风险及其对策

随着半导体消费终端产品市场更新频率的加快

,

公司产品创新的风险也在加大。如果公司的创新不能踏准市场需

求的节奏

,

公司将浪费较大的资源

,

并丧失市场机会

,

不能为公司的发展提供新的动力。针对该类风险

,

公司将充分结合

IDM

模式

(

设计与制造一体化

)

的优势

,

加大对高端功率半导体芯片、

MEMS

器件和传感器等新产品的研发投入

,

加快推出

契合市场的新产品

,

“持之以恒、做精做专”

,

深挖细分市场空间。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1

与上年度财务报告相比

,

会计政策、会计估计发生变化的

,

公司应当说明情况、原因及其影响。

会计政策变更的内容和原因 审批程序

备注（受重要影响的报表项目名称和金

额）

本公司自

２０１４

年

７

月

１

日起执行财政部于

２０１４

年修订或

新制定发布的 《企业会计准则第

９

号

──

职工薪酬》等

八项具体会计准则

本次变更经公司五

届十八次董事会审

议通过

详见下表说明

受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目 影响金额

２０１３

年

１２

月

３１

日资产负债表项目

可供出售金融资产

３

，

８９１

，

９１５．８９

长期股权投资

－３

，

８９１

，

９１５．８９

递延收益

１６９

，

７６５

，

６２６．２９

其他非流动负债

－１６９

，

７６５

，

６２６．２９

其他综合收益

３７

，

１９２

，

９４２．８４

资本公积

－３７

，

１９２

，

９４２．８４

4.2

与上年度财务报告相比

,

对财务报表合并范围发生变化的

,

公司应当作出具体说明。

本公司将杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州士景电子

有限公司、杭州博脉科技有限公司、杭州美卡乐光电有限公司、士港科技有限公司、

Silan Electronics,Ltd

、成都士兰半

导体制造有限公司、深圳市深兰微电子有限公司

(

以下分别简称士兰集成公司、士兰明芯公司、士兰光电公司、士景公

司、博脉公司、美卡乐公司、士港公司、士兰

BVI

公司、成都士兰公司、深兰微公司

) 10

家子公司纳入本期合并财务报表

范围

,

具体情况详见《

2014

年年度报告》本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

董事长

:

陈向东

杭州士兰微电子股份有限公司

2015年3月8日

证券代码:600460� � � �股票简称:士兰微 编号:临2015-009

债券代码:122074� � � �债券简称:11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏

,

并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

:

●

独立董事裴长洪先生因公未能亲自出席本次董事会

,

委托独立董事金小刚先生代为行使同意表决权

,

其余董事

均亲自出席本次会议。

杭州士兰微电子股份有限公司

(

以下简称“公司”

)

第五届董事会第二十一次会议于

2015

年

3

月

8

日在浙江省杭州市

黄姑山路

4

号公司三楼大会议室召开。本次董事会已于

2015

年

2

月

26

日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管

理人员

,

并电话确认。会议应到董事

11

人

,

实到

11

人

,

其中独立董事裴长洪先生因参加政协会议而委托独立董事金小刚

先生代为行使同意表决权

,

其余董事均亲自出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈

向东先生主持

,

符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议以现场表决的方式通过了以下决议

:

1

、《

2014

年年度报告》及摘要

全文详细内容见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)

。

表决结果

:11

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

2

、《

2014

年度总经理工作报告》

表决结果

:11

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

3

、《

2014

年度董事会工作报告》

详细内容请见《

2014

年年度报告》之“董事会报告”部分。

表决结果

:11

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

4

、《

2014

年度财务决算报告》

表决结果

:11

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

5

、《

2014

年度利润分配预案》

经天健会计师事务所

(

特殊普通合伙

)

审计

,

公司

2014

年度共实现归属于母公司股东的净利润

164,344,173.76

元

;

依

据《公司法》和公司章程的规定

,

提取

10%

法定公积金

16,374,454.53

元后

,

当年可供股东分配的利润为

147,969,719.23

元

,

加上上年结转未分配利润

697,043,505.57

元

,

累计可供股东分配的利润为

845,013,224.80

元。

公司

2014

年度的利润分配的预案为

:

拟以

2014

年度末公司注册资本

124,716.8

万股为基数

,

每

10

股派发现金股利

0.25

元

(

含税

),

总计派发现金股利

3,117.92

万元。剩余

813,834,024.80

元转至以后年度分配。

表决结果

:11

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过

,

并提请股东大会授权董事会办理现金分红相关事宜。

6

、《

2014

年度关于公司内部控制的自我评估报告》

;

全文详细内容见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)

。

表决结果

:11

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

7

、《

2014

年度社会责任报告》

;

全文详细内容见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)

。

表决结果

:11

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

8

、《关于与友旺电子日常关联交易的议案》

;

内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),

公告编号

:

临

2015-011

。

表决结果

:

关联董事陈向东、罗华兵回避表决

,9

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

9

、《关于与士腾科技日常关联交易的议案》

;

内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),

公告编号

:

临

2015-011

。

因本议案所涉金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》

10.2.5

条规定

,

无需提交股东大会审议。

表决结果

:

关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵回避表决

,6

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

10

、《关于续聘

2015

年度审计机构并确定其报酬的议案》

;

公司支付天健会计师事务所

(

特殊普通合伙

)2014

年度财务报告审计报酬共计

83

万元人民币。公司继续聘请天健会

计师事务所

(

特殊普通合伙

)

为本公司

2015

年度财务报告境内审计机构

,

并确定

2015

年度财务报告审计报酬为

83

万元

(

若

有其他事项

,

报酬另议

)

。

表决结果

:11

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

11

、《关于

2014

年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),

公告编号

:

临

2015-012

。

表决结果

:11

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

12

、《关于本公司对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

为满足

2015

年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展需要

,

董事会拟同意在

2015

年度对全资子公司及控

股子公司提供担保的总额度不超过

133,000

万元

,

其中

:

对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过

50,000

万元

;

对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过

30,000

万元

;

对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过

20,000

万元

;

对深圳市深兰微电子有限公司担保不超过

2,000

万元

;

对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过

1,000

万元

;

对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过

20,000

万元

;

对士港科技有限公司担保不超过

10,000

万元。

(

以上金额包含

2014

年度延续至

2015

年度的担保余额

)

在

2015

年年度股东大会召开日前

,

本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内

,

签订的担保合同均

为有效。

在股东大会批准上述担保事项的前提下

,

公司提请授权董事长陈向东先生审批在以上时间及额度之内的具体的

担保事宜并签署相关法律文件。

具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),

公告编号

:

临

2015-013

。

表决结果

:11

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

13

、《关于

2014

年度董事、监事薪酬的议案》

2014

年度

,

本公司董事长陈向东先生领取董事长报酬

74.7

万元。

根据

2012

年

12

月

16

日召开的

2013

年第二次临时股东大会决议

:

第五届董事会独立董事裴长洪先生、金小刚先生、

朱大中先生、黄先海先生、冯晓女士各领取独立董事津贴的标准为

:6

万元

/

年

(

含税

)

。以上独立董事中除黄先海先生外

,

在本年度均已按照规定领取了相应的津贴。独立董事黄先海先生自愿放弃领取其自

2014

年

1

月

1

日起的独立董事津贴。

2014

年度除以上人员外其他董事、监事未在本公司领取董事、监事报酬。

本议案由公司董事会薪酬及提名委员会审议通过并提交。

(

说明

:

副董事长郑少波先生担任本公司总经理

,

未在本公司领取董事报酬

,

领取总经理报酬

74.7

万元

;

副董事长范伟

宏先生

,

担任控股子公司杭州士兰集成电路有限公司总经理

,

未在本公司领取董事报酬

,

其报酬由士兰集成发放

,

共计

75

万元

;

董事江忠永先生

,

担任全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司总经理

,

未在本公司领取董事报酬

,

其报酬由士

兰明芯发放

,

共计

74.8

万元

;

董事李志刚先生

,

担任公司副总经理、控股子公司深圳市深兰微电子有限公司总经理

,

未在

本公司领取董事报酬

,

其报酬由深兰微发放

,

共计

87.3

万元

;

监事会主席宋卫权先生担任本公司设计所所长

,

未在本公司

领取监事报酬

,

领取设计所所长职务报酬

61.3

万元

;

监事陈国华先生

,

担任控股子公司成都士兰半导体制造有限公司副

总经理

,

未在本公司领取监事报酬

,

其报酬由成都士兰发放

,

共计

61.182

万元

;

监事胡铁刚先生

,

担任本公司产品线总经

理

,

未在本公司领取监事报酬

,

领取产品线总经理职务报酬

57.3

万元。

2014

年度本公司董事罗华兵先生不在本公司及控股子公司领取报酬

,

其在杭州友旺电子有限公司领取报酬。

)

(

以上薪酬均为含税金额

)

表决结果

:11

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

14

、《关于

2014

年度高管薪酬的议案》

2014

年度

,

副董事长郑少波先生担任本公司总经理

,

未在本公司领取董事报酬

,

领取总经理报酬

74.7

万元

;

董事李志

刚先生

,

担任公司副总经理、控股子公司深圳市深兰微电子有限公司总经理

,

未在本公司领取董事报酬

,

其报酬由深兰

微发放

,

共计

87.3

万元

;

陈越先生担任本公司董事会秘书兼财务总监

,

在本公司领取报酬

55.5

万元

;

王海川先生担任公司

副总经理

,

在本公司领取报酬

40.3

万元。

(

以上薪酬均为含税金额

)

本议案由公司董事会薪酬及提名委员会审议通过并提交。

表决结果

:11

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

15

、《关于使用阶段性闲置的自有资金购买理财产品的议案》

内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),

公告编号

:

临

2015-014

。

表决结果

:11

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

16

、《关于公司股东分红三年

(2015--2017)

规划的议案》

全文详细内容见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)

。

表决结果

:11

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

17

、《关于拟投资建设

8

英寸集成电路芯片生产线的议案》

内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),

公告编号

:

临

2015-015

。

表决结果

:11

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2015年3月10日

证券代码:600460� � � �股票简称:士兰微 编号:临2015-010

债券代码:122074� � � �债券简称:11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏

,

并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于

2015

年

2

月

26

日以电子邮件方式发出

,

并以电话

确认

,

会议于

2015

年

3

月

8

日在本公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议

,

符合《公司法》及公司章程的规定。

会议由宋卫权先生主持

,

经与会监事的认真审议

,

以现场表决的方式通过了以下议案

:

1

、《

2014

年年度报告及摘要》

全文详细内容见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)

。

表决结果

:3

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

2

、《

2014

年度监事会工作报告》

表决结果

:3

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

3

、《

2014

年度财务决算报告》

表决结果

:3

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

4

、《关于

2014

年度利润分配预案》

经天健会计师事务所

(

特殊普通合伙

)

审计

,

公司

2014

年度共实现归属于母公司股东的净利润

164,344,173.76

元

;

依

据《公司法》和公司章程的规定

,

提取

10%

法定公积金

16,374,454.53

元后

,

当年可供股东分配的利润为

147,969,719.23

元

,

加上上年结转未分配利润

697,043,505.57

元

,

累计可供股东分配的利润为

845,013,224.80

元。

公司

2014

年度的利润分配的预案为

:

拟以

2014

年度末公司注册资本

124,716.8

万股为基数

,

每

10

股派发现金股利

0.25

元

(

含税

),

总计派发现金股利

3,117.92

万元。剩余

813,834,024.80

元转至以后年度分配。

表决结果

:3

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

5

、《

2014

年度关于公司内部控制的自我评估报告》

全文详细内容见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)

。

表决结果

:3

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

6

、《

2014

年度社会责任报告》

全文详细内容见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)

。

表决结果

:3

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

7

、《关于

2014

年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),

公告编号

:

临

2015-012

。

表决结果

:3

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

8

、《关于

2014

年年度报告审核意见的议案》

公司监事会对公司

2014

年年度报告进行审核后认为公司

2014

年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定

;2014

年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定

,

所包

含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况

;

参与年报编制和审议的人员未有违反保密

规定的行为。

表决结果

:3

票同意

,0

票反对

,0

票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司监事会

2015年3月10日
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杭州士兰微电子股份有限公司

2015年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏

,

并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

:

●

公司与关联方杭州友旺电子有限公司的日常关联交易尚需获得股东大会的批准

;

公司与关联方杭州士腾科技

有限公司的日常关联交易无需提交股东大会审议。

●

公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行

,

不会对公司的独立性产生影响

,

不

会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(

一

)

日常关联交易履行的审议程序

1

、公司第五届董事会第二十一次会议于

2015

年

3

月

8

日召开

,

会议审议通过了《关于与友旺电子日常关联交易的议

案》、《关于与士腾科技日常关联交易的议案》。 在审议杭州友旺电子有限公司的关联交易议案中

,

公司关联董事陈向

东、罗华兵回避表决

;

在审议杭州士腾科技有限公司的关联交易议案中

,

公司关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、

罗华兵回避表决

;

其余董事一致表决通过了上述议案。

2

、公司独立董事裴长洪、金小刚、朱大中、黄先海、冯晓对上述关联交易进行了事前审核

,

并发表独立意见

,

认为公

司与上述关联方的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则

,

遵循了公司章程中有关关联交易决策权力与程序的规

定

,

是合法的。

3

、公司与关联方杭州友旺电子有限公司的日常关联交易尚需获得股东大会的批准

,

与该关联交易有利害关系的

关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(

二

)2014

年日常关联交易的预计和执行情况

(

单位

:

人民币

)

关联方 关联交易类型 关联交易内容

交易金额

２０１４

年预计金额

２０１４

年实际发生金额

杭州友旺电子有限公司 销售货物 芯片加工 不超过

２

亿元

１．３

亿元

杭州友旺电子有限公司 采购货物 集成电路 小额采购未做预计

１９０

万元

杭州士腾科技有限公司 销售货物 芯片销售 不超过

７００

万元

２３３

万元

杭州士腾科技有限公司 采购货物 电路采购 不超过

３００

万

７８

万元

杭州士腾科技有限公司 委托设计服务 接受委托设计服务

２０１２－２０１４

年

三年不超过

８００

万

２２５

万元

苏州君嬴电子科技有限公司 销售货物 芯片销售 不超过

１

，

０００

万元

１９４

万元

(

三

)2015

年日常关联交易预计金额和类别

(

单位

:

人民币

)

关联方 关联交易类型 关联交易内容

２０１５

年预计金额

杭州友旺电子有限公司 销售货物 芯片加工 不超过

２

亿元

杭州士腾科技有限公司 销售货物 芯片销售 不超过

１０００

万元

杭州士腾科技有限公司 采购货物 电路采购 不超过

３００

万元

二、关联方介绍和关联关系

(

一

)

杭州友旺电子有限公司

1

、法定代表人

:

高耿辉

2

、注册资本

:300

万美元

3

、公司地址

:

浙江省杭州市滨江区环兴路

1

号

4

、经营范围

:

半导体集成电路和分立器件的生产、销售和应用服务。

5

、关联关系

:

杭州友旺电子有限公司系本公司联营企业

,

本公司所占比例为

40%

。本公司董事长陈向东先生在该公

司任副董事长

;

本公司董事罗华兵先生在该公司任董事、总经理。

(

二

)

杭州士腾科技有限公司

1

、法定代表人

:

陈向东

2

、注册资本

:1000

万

3

、公司地址

:

浙江省杭州市黄姑山路

4

号

14

号楼

2

楼

4

、经营范围

:

技术开发、技术服务

:

与微控制器、分级处理器产品有关的系统方案及软件、嵌入式系统集成及软件

;

生产

:

微处理器

;

批发、零售

:

微控制器、微处理器以及与之相关的集成电路和电子元器件

;

货物进出口

;

含下属分支机构

经营范围

;

其他无需报经批准的一切合法项目。

5

、关联关系

:

杭州士腾科技有限公司系本公司参股企业

,

本公司所占比例为

10%

。本公司董事长陈向东先生在该公

司任董事长

,

本公司董事郑少波先生在该公司任董事。

(

三

)

关联方的履约能力分析

:

上述关联方均依法持续经营

,

经营状况良好

,

与本公司交易均能正常结算

,

不存在履约

能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项货物采购、销售、技术开发关联交易

,

均依照市场公平、公开、公正的原则

,

以市场价

格执行。

公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司与杭州友旺电子有限公司拟签订《委托加工合同》。该协议自股东大

会审议表决通过后

,

开始正式生效

,

有效期为一年。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

杭州友旺电子有限公司是本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司的重要客户

,

杭州士腾科技有限公司系

本公司稳定客户

,

公司与上述各方均有着良好的合作关系

;

公司与上述关联方之间的交易是公允的

,

对公司完成

2015

年

生产销售计划有积极影响

;

该交易不会损害公司的利益

,

对公司的独立性没有影响。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2015年3月10日
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杭州士兰微电子股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏

,

并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

:

●

募集资金存放是否符合公司规定

:

是

●

募集资金使用是否符合承诺进度

:

不适用

一、 募集资金基本情况

(

一

)

实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2010

年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》

(

证监许可字

〔

2010

〕

1153

号

)

核准

,

并经贵所同意

,

本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股

(A

股

)

股票不超过

6,000

万股。根据

询价情况

,

本公司与主承销商东方证券股份有限公司最终确定该次非公开发行对八家发行对象进行配售

,

并确定该次

发行数量为

3,000

万股

,

每股面值

1

元

,

每股发行价格为人民币

20.00

元

,

共募集资金总额为

600,000,000.00

元。坐扣承销费、

保荐费

23,800,000.00

元后的募集资金为

576,200,000.00

元

,

由主承销商东方证券股份有限公司于

2010

年

9

月

8

日汇入本公

司在中国银行杭州市高新技术开发区支行开立的人民币账户

800122552908094001

账号内。另扣除律师费、审计费等其

他发行费用

1,050,000.00

元后

,

本公司该次募集资金净额

575,150,000.00

元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公

司验证

,

并由其出具《验资报告》

(

天健验〔

2010

〕

255

号

)

。

2. 2013

年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》

(

证监许可字

〔

2013

〕

688

号

)

核准

,

并经贵所同意

,

本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股

(A

股

)

股票不超过

17,000

万股。根据

询价情况

,

本公司与主承销商东方花旗证券有限公司、长江证券承销保荐有限公司最终确定向

4

名特定对象非公开发

行普通股

(A

股

)9,120

万股

,

每股面值

1

元

,

每股发行价格为人民币

4.80

元

,

共募集资金总额为

437,760,000.00

元。坐扣承销

费、保荐费

14,000,000.00

元后的募集资金为

423,760,000.00

元

,

已由主承销商东方花旗证券有限公司于

2013

年

8

月

26

日汇

入本公司在交通银行杭州东新支行开立的账号为

33106608001801009264

人民币账户内。另扣除律师费、审计费等其他

发行费用

1,132,075.48

元后

,

本公司本次募集资金净额

422,627,924.52

元。上述募集资金业经天健会计师事务所

(

特殊普

通合伙

)

验证

,

并由其出具《验资报告》

(

天健验〔

2013

〕

247

号

)

。

(

二

)

募集资金投资项目情况及实施方式

1. 2010

年非公开发行股票募集资金投资项目情况及实施方式

根据本公司该次募集资金使用的可行性报告以及《非公开发行股票预案》

,

募集资金投资项目情况为

:

单位

:

人民币万元

项目名称

投资金额

核准部门及文号

总投资额 募集资金投资金额

高亮度

ＬＥＤ

芯片生产线扩产项目

４９

，

９８６．０３ ４９

，

９８６．０３

杭州经济技术开发区经济发展局杭经开经

技备案〔

２０１０

〕

１

号

补充流动资金

１０

，

０１３．９７ １０

，

０１３．９７

合 计

６０

，

０００．００ ６０

，

０００．００

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额

,

本公司将按照项目的轻重缓急

,

将募集资金用于高亮度

LED

芯片生产线扩产项目和补充流动资金

,

不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中

,

高亮度

LED

芯片生产线扩产项目实施主体为本公司全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司

(

以下简称士兰明芯公司

),

实施方式为

募集资金到位后

,

本公司将利用募集资金按项目进度对全资子公司士兰明芯公司进行增资。

2. 2013

年非公开发行股票募集资金投资项目情况及实施方式

(1)

本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下

:

单位

:

人民币万元

项目名称

投资金额

核准部门及文号

总投资额 募集资金投资金额

成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目

９９

，

９９５．００ ６９

，

９９５．００

金堂县发展和改革局金堂发改投

资〔

２０１０

〕

１９８

号

补充流动资金

１８

，

０００．００ １８

，

０００．００

合 计

１１７

，

９９５．００ ８７

，

９９５．００

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额

,

本公司将按照项目的轻重缓急

,

将募集资金用于成都士兰

半导体制造有限公司

(

以下简称成都士兰公司

)

一期工程项目和补充流动资金

,

不足部分由本公司以自有资金或通过其

他融资方式解决。其中

,

成都士兰公司一期工程项目实施主体为本公司全资子公司成都士兰公司

,

实施方式为募集资

金到位后

,

本公司将利用募集资金按项目进度对全资子公司成都士兰公司进行增资。

(2)

募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

根据

2013

年

9

月

26

日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的

议案》

,

鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额

,

公司调整募集资金投资项目使用募集

资金投入的金额

,

具体调整情况如下

:

单位

:

人民币万元

项目名称 总投资额 原拟用募集资金投入金额 调整后募集资金投入金额

成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目

９９

，

９９５．００ ６９

，

９９５．００ ２７

，

２６２．７９

补充流动资金

１８

，

０００．００ １８

，

０００．００ １５

，

０００．００

合 计

１１７

，

９９５．００ ８７

，

９９５．００ ４２

，

２６２．７９

(

三

)

募集资金使用和结余情况

1. 2010

年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司及士兰明芯公司以前年度已使用募集资金

581,031,980.98

元

,

以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等

的净额为

8,885,993.00

元

;2014

年度实际使用募集资金

0.00

元

,2014

年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

42,

775.88

元

;

累计已使用募集资金

581,031,980.98

元

,

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

8,928,768.88

元。

本期本公司将结余募集资金

(

包括利息收入

)3,046,787.90

元转入一般户

,

截至

2014

年

12

月

31

日

,

本公司及士兰明芯

公司

2010

年非公开发行股票募集资金余额为

0.00

元。

2. 2013

年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

(1)

本公司该次募集资金使用和结余情况

1)

经

2014

年

4

月、

6

月本公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议审议同意

,

本公司分别利用

暂时闲置募集资金补充流动资金

2,400.00

万元、

5,000.00

万元

,

使用期限不超过

12

个月。本公司已分别于

2014

年

4

月

14

日、

2014

年

6

月

13

日自募集资金专户转入其他银行账户

2,400.00

万元、

5,000.00

万元。

2) 2014

年

10

月本公司对成都士兰公司增资

7,500.00

万元。

3)

本期本公司从该募集资金专户取得利息收入扣除银行手续费净额为

3,669,898.23

元。

(2)

成都士兰公司该募集资金使用和结余情况

1)

成都士兰公司本期收到本公司向其投入的增资款

7,500.00

万元。

2)

本期成都士兰公司从募集资金专户投入募投项目资金为

79,922,928.29

元

;

从募集资金专户中取得利息收

入

1,054,489.95

元。

本公司及成都士兰公司

2014

年度实际使用募集资金

79,922,928.29

元

,2014

年度收到的银行存款利息扣除银行手续

费等的净额为

4,724,388.18

元。截至

2014

年

12

月

31

日

,

本公司及成都士兰公司

2013

年非公开发行股票募集资金余额为

88,190,319.32

元

(

包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额

)

。

二、募集资金管理情况

(

一

)

募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用

,

保护投资者权益

,

本公司依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法

(2013

年修订

)

》等法律法规

,

结合公司实际情况

,

制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》

(

以下简称

《管理办法》

)

。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要

,

本公司对募集资金实行专户存储

,

并分别于

2010

年

9

月与东方

证券股份有限公司及中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、于

2013

年

9

月与东方花旗证券有限公司及交通银行股份有限公司杭州东新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

,

明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体士兰明芯公司、成都士兰公司对以增资方式收到的募集资金

,

也实行了专

户存储

,

士兰明芯公司于

2010

年

9

月与东方证券股份有限公司及交通银行股份有限公司杭州市东新支行签订了《募集资

金专户存储三方监管协议》、成都士兰公司于

2013

年

11

月与东方花旗证券有限公司及交通银行股份有限公司杭州市东新

支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

,

明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易所三方

监管协议范本不存在重大差异

,

本公司及士兰明芯公司、成都士兰公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

(

二

)

募集资金专户存储情况

截至

2014

年

12

月

31

日

,

本公司及士兰明芯公司、成都士兰公司有

3

个募集资金专户、

2

个定期存款账户

,

募集资金存

放情况如下

:

金额单位

:

人民币元

账户名称 开户银行

银行账号或开户证实书号

码

类型 存储金额 说明

士兰明芯公司

交通银行杭州

东新支行

３３１０６６０８００１８０１００６９４００

募集资金专户

０．００

２０１０

年非公开发

行股票募集资金

专户，待销户

本公司

交通银行杭州

东新支行

３３１０６６０８００１８０１００９２６４４

募集资金专户

４１０

，

８４４．１９

２０１３

年非公开发

行股票募集资金

专户

本公司

交通银行杭州

东新支行

３３１０６６０８０６０８５１０００４７７２

定期存款

２８

，

４２９

，

１２４．５０

成都士兰公司

交通银行杭州

东新支行

３３１０６６０８００１８０１００９３０６５

募集资金专户

１４

，

３５０

，

３５０．６３

成都士兰公司

交通银行杭州

东新支行

３３０１０６６０８０６０８５１０００４９２４

定期存款

４５

，

０００

，

０００．００

合 计

８８

，

１９０

，

３１９．３２

三、本年度募集资金的实际使用情况

(

一

)

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(

二

)

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(

三

)

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度

,

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件

: 1.

募集资金使用情况对照表

(2010

年非公开发行股票募集资金

)

2.

募集资金使用情况对照表

(2013

年非公开发行股票募集资金

)

杭州士兰微电子股份有限公司
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